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摘要(译)

热流传感器包括传热层，该传热层具有彼此面对并具有柔性的第一和第
二表面以及测量传热层的第一和第二表面之间的温差的温差测量单元。
传热层包括具有柔性的第一构件和具有比第一构件更高的导热率的第二
构件。传热层的厚度等于或大于0.5mm，传热层的导热率等于或大于
10W /（m×K），传热层的肖氏硬度等于或小于或等于不到A50。
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